（X015）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	YS1
	CORE+CORE
	20190111
	GC

	
	
	20181124
	标记

	②、③
	工程制作
	20180625
	X01520170408

	共用部分：9
	工程制作
	20190717
	X015201701

	CAM部分：6，7
	工程制作
	20190717
	X015201701

	预审部分：1
	取消CORE+CORE叠层结构要求
	20200916
	周炜专

	共用部分：10
	序列号脱落风险规避
	20201201
	周炜专

	预审部分：4
	问客记录
	20210622
	魏礼忠

	预审部分：5.1)
	禁用沉金工艺
	20210623
	谢寻

	预审部分：5.2)
	导电树脂塞孔
	20210828
	谢寻

	公共部分：10

CAM部分：1. (6) 
	序列号

CAM删除序列号流程
	20211023
	魏礼忠

	公共部分：10
	序列号
	20211027
	谢寻

	公共部分：10
	序列号制作方式
	20220228
	魏礼忠

	CAM部分：7
	测试条制作
	20220501
	王耀明

	公共部分：11
	客户M(S)或MS开头的板无需提供金相切片
	20220617
	廉丹丹

	公共部分：2、⑤
	取消锡厚7.6um要求
	20220813
	魏礼忠

	公共部分：12
	切片
	20220813
	刘莉梅

	预审部分：1
	特殊叠层设计规则
	20220917
	谢寻

	共用部分取消12，更改11；将CAM部分终检备注、FPC部分终备注合并到MI部分，增加MI部分2
	切片的提供方式
	20221103
	X015印制板加工金相要求廉丹丹2022-10-28610002军品顾客质量要求评审表

	共用部分4；

预审部分1、6、

MI部分1.1）、3
	翘曲度、、验收等级、BGA位置铅锡厚度
	20221125
	631所技术协议廉丹丹2022-07-29610002军品顾客质量要求评审表

	预审部分1；

FPC特殊要求4；

MI部分1
	板厚测量位置
	20221129
	JPQS

	预审部分1.1）
	板厚计算方法
	20230110
	崔爱华

	共用部分11.3）
	增加可焊性测试报告
	20230321

崔爱华
	631所技术协议廉丹丹2023-03-21610002军品顾客质量要求评审表

	MI部分4、5
	增加可焊性测试验收标准、外观检查要求
	20230325

崔爱华
	兴森快捷补充技术协议3-23廉丹丹2023-03-23610002军品顾客质量要求评审表

	共用部分12
	增加凹蚀参数及要求
	20230414
	凹蚀管控PCN

	预审部分7
	叠层随货提供
	20230418
	谢寻

	预审部分7；

MI部分1.3）
	叠层随货提供
	20230420
	刘莉梅

	CAM部分第4点，MI部分6
	过孔有阻焊塞孔时，板边增加测试图形；出货报告增加阻焊塞孔饱满度
	20230930
	客规修改鲁欣2023-09-27X015军品顾客质量要求评审表

	共用部分12
	凹蚀改为等离子
	20231107
	崔爱华

	共用部分12
	删除宇航级标准
	20231125
	崔爱华

	共用部分1.③
	删除孔铜min25um的电镀参数
	20231130
	崔爱华

	共用部分第13点、预审第8点
	提供外观检查文件
针对MS或M（S）的出货要求
	20240103
	外协业务相关要求的通知函 鲁欣2023-12-22X015军品顾客质量要求评审表

	公共部分9.
	序列号相关内容字体标红
	20240227
	谢寻

	MI部分1.5）
	按PCN要求取消MI部分1.5）“钻孔--去毛刺”后增加“烘板--去毛刺1”流程，烘板参数：185度2小时的流程及参数要求
	20240426
	崔爱华


备注：1.更新部分见蓝色字体内容；2.所有订单(包括新单，Nope更改单，Nope单，调单)要按客户最新要求制作。

共用部分：
由于此客户按军品验收，若客户没有特别说明，需要满足下面要求：

①芯板厚度最小为0.09mm，多层板介质层最少2张PP，厚度大于等于0.09mm。
②阻焊层厚度大于等于18um；成品阻焊开窗至少保证单边2mil，如文件无法满足时，请与客户确认，接受阻焊上盘的品质缺陷。

③孔壁铜厚平均最小28um，单点最小25um（刚性板）。不同的基铜（即标称铜厚）对应的完成铜厚（即加工完成导体最小厚度要求）请按下表要求备注在生产指示系统中：(镀层厚度平均值更新为28μm)
	标称铜厚（μm）
	电镀厚度28μm后最小铜箔厚度
	加工完成导体最小厚度要求（μm）

	5.1（0.15盎司）
	32.6
	31.1

	8.5（0.25盎司）
	35.7
	34.2

	12（0.33盎司）
	38.8
	37.3

	17.1（0.5 盎司）
	43.4
	41.4

	34.3（1.0 盎司）
	58.9
	55.9

	68.6 （2.0 盎司）
	89.7
	86.7

	102.9 （3.5 盎司）
	120.6
	116.6

	137.2以上（4.0 盎司）
	151.5
	147.2


④金手指板金厚大于等于1.3um，镍厚大于等于5.5um。
⑤非支撑孔（NPTH孔外层焊盘）大于等于0.38mm。
⑥在未明确内层铜厚的情况下，需使用0.035mm铜箔。

⑦当未标注板厚公差时，板厚公差按照±10％执行。

⑧对于印制板外形图上(含外形加工图或外形尺寸标识图等)有标识关键（G）、重要（Z）特性的尺寸信息（即尺寸信息前有“G”或“Z”字样）需重点管控和生产指示。

⑨在板材没有明确要求的情况下，一律采用Tg≥170℃的FR-4板材。

2. 对于客户说明要求做金相分析的板，工程需要添加附连条，附件为X015客户附连条具体的模板（x015coupon.tgz），附连条的添加位置具体见X015.GIF.CAM注意：预审指示要求“每块都做金相分析”或“每个生产PNL加两个测试条”时必须要添加附连条。


[image: image1.emf]X015.gif


3. NPTH孔打在铜皮或线路焊盘上时，需与顾客确认：按照NPTH孔露铜制作。

4.翘曲度

刚性印制板，无SMD的板翘曲度≤0.75%；有SMD的板翘曲度按≤0.5%。

5．孔与焊盘等大，如果没有定义孔属性，需与顾客确认；如果做金属化孔，则需与顾客确认是否要加大焊盘。

6. （客诉问题点）NOPE和NOPE更改单如板厚不符叠层规则的，不允许私自更改，如必须更改，需提出与客户确认。

7．阻焊膜不得高于焊盘表面35um。

8. 标记：制板说明中无要求时，不加FP标记，不加周期标记。

9．客户制板说明会提供印序列号范围，多余号码做为备用。预审要明确指示哪些号码用于印制板，哪些号码备用。CAM要抓图指示生产：哪些号码用于印制板，哪些号码备用。如：某印制板交货3块，客户提供的编号范围为2019060001-2019060005，使用2019060001-2019060003， 2019060004、2019060005做为备用号码。

10.客户经常投诉序列号脱落，处理方式如下:

①针对新单:

客户序列号位置在基材区域时，序列号采用激光打印方式做，即终检-序列号（备注激光打印序列号）-终检1。

客户序列号位置在过孔区域、走线区域、网格板的网格区域、大铜皮区域时，优先建议挪基材区域并采用激光打印方式，不同意的按现有方式印序列号（大板打印），即字符-印序列号-终固化1-后工序。

②针对复投单(Nope单、Nope更改单、调单、调单+Nope更改):

客户序列号位置在基材区域时，序列号改用激光打印方式做，即终检-序列号（备注激光打印序列号）-终检1。

客户序列号位置在过孔区域、走线区域、网格板的网格区域、大铜皮区域时，按现有方式印序列号（大板打印），即字符-印序列号-终固化1-后工序。

11.测试

1）单个字母“M”(不区分大小写）开头的订单型号需每PNL提供金相切片，勾选金相切片检测报告、测试条切片、金相切片图片。
2)  MS、M（S）或其他字母开头（不分大小写）型号出货无需提供金相切片，勾选金相切片检测报告、金相切片图片。
3）所有订单勾选可焊性测试报告
12、验收标准

当验收标准为国军标、航天标准时, 所有多层（大于2层）印制板需要钻孔后沉铜前增加等离子去钻污。（内控）

13、所有订单均需要提供外观检查文件，路径如下：\\192.168.250.11\工程部文件\P6DC\2024\外观检查文件（CAM不需要理会，自动输出）
预审部分： 
1.板厚测量位置（NOPE订单不更改），板厚测量位置：安装孔附近

1）当客户有安装孔测量位置图纸时，板厚测量位置是图纸中的阴影位置：
[image: image2.png]



A）阴影全铺铜且盖阻焊按规则②

B）阴影全无铜且盖阻焊按规则①设计；
C）当阴影部分同时存在有铜盖阻焊和有铜上铅锡，按规则①板厚按下限设计；
D）当阴影部分有铜、无铜区同时存在时，EQ和客户确认测量位置。
2）当客户未提供安装孔测量位置图纸时：
A）问客索要安装孔测量位置图纸；
B）如客户无法提供图纸，以板边连接器附近的安装孔厚度为准，计算方法如下：

a）全铺铜且盖阻焊按规则②

b）不铺铜且盖阻焊按规则①设计；
c）同时存在有铜盖阻焊和有铜上铅锡，按规则①板厚按下限设计；

d)当有铜、无铜同时存在时，EQ和客户确认测量位置。
3)预审指示单中注明:板厚的测量位置
（2）设计规则：
	类别
	规则①
	规则②

	
	板边有基材区域
	外层板边全部铺铜(基铜12um和18um)
内层和外层基铜小于等于35um；

	工程设计层压理论厚度范围
	D0-0.1至D0-0.025
	(D0-0.2)-0.05至(D0-0.2)+0.05

	层压板厚范围
	(D0-0.1)±板厚公差
	D0-0.15±（板厚公差-0.05）


注1：D0为要求的成品板厚；设计叠层时若有两个或以上的方案，尽量选取靠近中值的方案；
注2：规则①层压板厚范围计算举例：板厚1.6mm，外层基铜12um，板厚公差+/-0.1，则层压板厚范围：1.6-0.1-0.1≤层压板厚范围≤1.6-0.1+0.1，即1.4≤层压板厚范围≤1.6。
2. 对于棱边倒角的要求（常见于客户的CAD图纸中），如有具体角度和深度参数，则可以忽略，无需确认（能做到图纸要求，按图纸加工），因为棱边倒角目前的做法是手动操作，无法控制准确的参数。

3. 客户提供的CAD图纸中包含很多信息，如果出现与实际文件不符的情况，需与顾客确认：此类图纸只关注外形尺寸，板厚和特殊要求（如沉孔，阶梯孔等信息）。

4.所有工程问题确认,需有确认回复才可下线,方式不限于微信切图、邮件、传真等,首选微信记录。

5.案例预警:

1)客户端禁用沉工工艺，反馈EQ回复文字部分与A建议矛盾未核实, 表面工艺做错。
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2)如下图所示,客户要求导热树脂塞孔, 实际做成非导电树脂塞孔。
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3)如下图所示,客户要求槽边倒钝, 实际指示成板边倒钝。
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6.验收等级：

客户没有要求时：刚性板军品验收等级按GJB362B-2009；民机产品按IPC 6012 3级品；刚挠结合板按GJB7548，民机产品按IPC 6013 3级品。
7.出货要求：

客户出货时，除出货单外需额外附加我司的叠层文件。

叠层单放在公共盘路径: \\192.168.250.11\工程部文件\01出货报告相关资料存放路径\叠层存档\
Rif阻抗单抬头的工程问题确认单改为叠层单
存档打印的表格命名按照生产型号前8位+叠层，例：AX015001叠层。

阻抗单中无用的内容删除,无阻抗的板把板材类型以下内容删除,阻抗板把阻抗以下的部分删除。

PP片的具体类型请删除(如106、1080等),只保留类似TU-75P。
针对MS或M（S）订单

   针对MS或M(S)开头的新单，将附件1、2的文件名XXX改为客户型号发给魏经理。

[image: image6.emf]附件1  印制板级工艺评审记录表-XXX(客户型号).docx


CAM部分：
1. 对顾客要求加附联条和印序列号的板做如下要求：

(1)每拼版采用大拼版方式生产铣开交付。如下图所示：附联条和拼版连接方式采用铣开方式交付。

	附联条1

	1
	2
	3

	
	
	

	4
	5
	6

	
	
	
	附联条2

	7
	8
	9
	


（拼版制作，加附联条，加印序列号）

(2)为确保附联条和印制板的对应关系，要求加印序列号，加印方式为：每块印制版有不同的编号，如右图中1号板为：20090901，2号板为20090902，以此类推，该编号由客户提供。在附联条上也要求印上如1-9号板的所有编号，以证明此附联条用以验证该拼版内的1-9号板都符合军品相关要求。

(3)要求CAM对字符层和序列号分开制作。

(4) 客户对序列号大小都有指定要求，在板内字符密集无法满足客户要求时，可适当将序列号字体缩小，无需确认。
(5)CAM完成后需填写并提供如下附件式样的表格发给西安办。sales.xa@chinafastprint.com


[image: image7.emf]X015交货时要求提 供电子板资料.xls


(6). 客户不允许重复编号。

(7). 将附联条(下图)中点亮12个1mm的孔改为和印制板上最小刀径一样大小的孔，焊盘按比孔整体大16mil+线路补偿值制作，对应的顶底层阻焊开窗保持和板内一致（当最小孔同时存在开窗/绿油塞孔/树脂塞孔时，优先按塞孔制作，删除对应阻焊开窗）。

[image: image8.jpg]AIYAL Al | ® @ | ® ® ® O (00000 GPO000ANGGS

® 0 0000
. ® 0 000 0 000000CPCPCCPROOOOIONTNIOOS

0
R
pmze |
[size |
FECE—
[siggp |
T
[sigtt |
pmss |
[sigsb |
T
[siget |
[sigm |
pmse |
[sigge |
T
[sigp |
[proioe |
[siqioe |
pic |
[sigip |
poize |
[siqize |
piss |
[siqisp |
proide |
[siqiae |
poisc |
|siqisb |
lss |
CER—
[rout |
esist ]
bsist |
es2st |
Jbs2st |

o]
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
0
=
o]
=
=
=





2．蚀刻字和字符字重叠时（常见于板内型号和线路层标示序列号位置的方框），优先移字符字，但不可影响顾客识别，如实在无位置移动，则按文件制作，无需确认。

3.CAM PNL封边按照纯铜块的方式设计。
4.板内过孔有阻焊塞孔时，板边增加过孔阻焊塞孔的测试图形

FPC特殊要求：
挠性板各导电层间介质层厚度不小于0.038mm；测试条上的流水号长度不可超过25mm.
大于6层的刚挠结合板，平均铜厚不低于0.035mm，最薄处不小于0.030mm；小于等于6层的刚挠结合板，平均铜厚不低于0.025mm，最薄处不小于0.020mm；

3、对于此客户所有刚柔板订单，全部加点胶流程。以上要求只针对新单，NP单由销售下更改单处理。

4、顾客测量板厚的位置：同预审部分第1点。
MI部分
1、终检备注：

需提供纸质的金相切片照片，顾客测量板厚的位置：按预审指示备注；

开窗焊盘不允许与阻焊相切、相交或上盘（用100倍镜确认）；

叠层文件打印并加盖品质专用章（蓝章），与出货报告一并发送电子档给客户；
4）当板内存在成品≤0.4mm的过孔时，需增加孔电阻测试流程。

2、当订单型号为单个字母“M”(不区分大小写）时，功能检查、内包装备注：每PNL提供金相切片检测报告、测试条切片、金相切片图片；

3、有铅喷锡备注：BGA焊盘铅锡厚度不得小于0.77μm，送样实验室测试并记录。
4、功能检查、内包装备注：按IPC J-STD-003 做可焊性测试。
5、外观检查备注：不允许露铜、阻焊上盘。
6、过孔阻焊塞孔时，功能检查备注：报告中提供阻焊饱满度实测值
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印制板级工艺评审记录表

编号：ZJ9233-007.06-16- MS＊＊＊＊

		＊项目名称

		填写MS＊＊＊＊



		＊开展评审单位

		（兴森快捷技术部）

		＊评审负责人

		（魏礼忠）

		＊评审日期

		见下表。



		＊参加评审人员

		（客户产品中文名）



		＊评审审查资料

		□设计资料

		□工艺文件

		□其他：



		＊评审结论

		按照GJB 1269A《工艺评审》要求，经评审，形成评审结论如下：

□审查设计资料1套，图纸设计满足可制造性要求，采用我司常用工艺可完成加工；

□图纸的技术要求已全部落实在工艺文件中；

□零部件加工工艺路线正确、经济可行；

□工艺文件明确、无二义性；

□特殊过程描述完整、正确；

□多余物控制要求已落实在工艺规程中；

□生产加工中不涉及新材料、新工艺、新技术、新设备；

□关键过程控制已按GJB909A《关键件和重要件的质量控制》要求执行。

（红色方框打钩，本栏第一项一个型号1套。）



		＊文件图纸

接收日期

		（客户产品中文名）；

（客户产品编码名称）；

（接收日期）。



		评审结论

		（同意。手写）

工艺负责人（签字）：（魏礼忠，手写）    日期：20YY.MM.DD



		评审问题

		无。



		整改落实情况

		无。

工艺组长（签字）：（刘秋华，手写）   日期：20YY.MM.DD
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1／1份



2／2页

		备注

		无。





［注1］表格项目中带＊的为必填项目；

［注2］评审审查资料中需对设计资料和工艺文件进行审查并打✓；

［注3］评审结论中对审查项打✓；

［注4］编号及项目名称中填写生产标号即可；

［注5］签字均需手签或盖章。
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_1234567892.xls
Sheet2

		

		名称		PCB板设计参数								电镀通孔的设计特性								填充材料		焊接材料标号		工艺参数

				几何尺寸		层数		基板厚度和材料		金属迹线面积比和材料		通孔种类及数量		焊盘直径及厚度		通孔内镀层材料和厚度		表面处理材料及厚度

		M4198-44(AX01507GA0)		171.07*161.42		10				L1 层铜密度 17.000%
L2 层铜密度 17.696%
L3 层铜密度 16.922%
L4 层铜密度 16.264%
L5 层铜密度 70.340%
L6 层铜密度 71.516%
L7 层铜密度 16.602%
L8 层铜密度 15.647%
L9 层铜密度 71.071%
L10 层铜密度 15.00%				0.54mm  35um		不需填写		不需填写		不需填写		不需填写		不需填写



zyjun:可只填各层的残铜率

作者:
按此式样填写板上最小孔的焊盘直径和外层该焊盘的理论完成铜厚度。

作者:
按如下式样提供叠层信息

作者:
按如下式样填写成品板的孔径和数量,孔径单位默认为mil



Sheet3

		MS11246(GX0150278A0)

				Stack-up of DuPont's material:

				12		um		soldmask(green)

		top		53		um		base copper(  18    )um+plated:35um

				300		um		FR-4 rigid

		art02		35		um		inner copper																				L2L3：差分9.5/12mil,阻抗100，屏蔽层L1L4

				150		um		low flow prepreg:1080

		art03		35		um		inner copper

				300		um		FR-4 rigid

		gnd04		35		um		inner copper

				150		um		low flow prepreg:
1080

												coverlay PI:(  12.5 )um

												coverlay adhesive:( 25 )um

		gnd05		18		um		inner copper

				75		um		Polyimide(double side)

		art06		18		um		inner copper																				L6柔性部分：差分6/12mil,阻抗100欧，屏蔽层L5

				150		um		low flow prepreg:
1080				coverlay adhesive:( 25 )um																L6刚性部分：差分4.5/10mil,阻抗100欧，屏蔽层L5和L8

												coverlay PI:(  12.5 )um

												coverlay PI:(  12.5 )um

												coverlay adhesive:( 25 )um

		art07		18		um		inner copper																				L7柔性部分：差分6/12mil,阻抗100欧，屏蔽层L8

				75		um		Polyimide(double side)																				L7刚性部分：差分4.5/10mil,阻抗100欧，屏蔽层L5和L8

		gnd08		18		um		inner copper

				150		um		low flow prepreg:
1080				coverlay adhesive:( 25 )um

												coverlay PI:(  12.5 )um

												coverlay PI:(  12.5 )um

												coverlay adhesive:( 25 )um

		gnd09		18		um		inner copper

				75		um		Polyimide(double side)

		art10		18		um		inner copper																				L10柔性部分：差分6/12mil,阻抗100欧，屏蔽层L9

				150		um		low flow prepreg:
1080				coverlay adhesive:( 25 )um																L10刚性部分:差分4.5/10mil,阻抗100欧，屏蔽层L9和L12

												coverlay PI:(  12.5 )um

												coverlay PI:(  12.5 )um

												coverlay adhesive:( 25 )um

		art11		18		um		inner copper																				L11柔性部分：差分6/12mil,阻抗100欧，屏蔽层L12

				75		um		Polyimide(double side)																				L11刚性部分：差分4.5/10mil,阻抗100欧，屏蔽层L9和L12

		gnd12		18		um		inner copper

				150		um		low flow prepreg:
1080				coverlay adhesive:( 25 )um

												coverlay PI:(  12.5 )um

		gnd13		35		um		inner copper

				300		um		FR-4 rigid

		art14		35		um		inner copper																				L1415：差分9.5/12mil,阻抗100，屏蔽层L13L16

				150		um		low flow prepreg:1080

		art15		35		um		inner copper

				300		um		FR-4 rigid

		bottom		53		um		base copper(  18    )um+plated:35um

				12		um		soldmask(green)

		total thickness:		3034		um

		the flex part thickness:(    0.19      )+/-0.05mm

		the total thickness:(    3     )mm+/-10%





x10 42

x5 1
20 an
28 1
315 936
X394 200
864 1
ri06.2 3
11001 2

Total 1563






AXOLE0TCAORE BR4A

11
12
13
14
15
16

0.5
1080-IT-1804
3313-IT-1804

2/3L
1080-IT-1804
1080-IT-1804
4/5L
1080-IT-1804
1080-IT-1804
6/TL
1080-IT-1804
1080-IT-1804
8/9L
1080-IT-1804
3313-IT-1804
0.5

(2/3)
(4/5)
(6/7)
(8/9)

AR ()
BR@RT
Ltz

1.6
171. 07+161. 42
IT1804







_1234567890/X015.gif

